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Abstract (en)
[origin: US4293023A] A method and device for the manufacture of metal bands, particularly of an amorphous metal alloy is provided. The liquid alloy
is deposited on a cooling body having a rapidly moving surface, upon which solidification into a metal band occurs. Concurrent with the cooling body
surface movement, the cooling body and the melt stream are moved relative to one another at right angles to the direction of the melt stream. This
additional movement allows utilization of the entire cooling body surface and not merely that in the plane of the melt stream.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Metallbandern, insbesondere aus einer amorphen Metallegierung, wobei ein Strahl des
schmelzflissigen Metalls aus einem Vorratsbehalter (15) auf die schnell bewegte Oberflache eines Kihlkdrpers (11) trifft und dort erstarrt. Die
Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Durchfiihrung dieses Verfahrens. Zur Verringerung der Warmebelastung des Kihlkérpers und zur
Verbesserung der Oberflachenbeschaffenheit der hergestellten Béander werden Schmelzstrahl bzw. Vorratsbehélter (15) und Kihlkérper (11)
zusatzlich relativ zueinander quer zur Richtung des aus dem Vorratsbehélter (15) austretenden Schmelzstrahls bewegt. Die Geschwindigkeit der
Relativbewegung kann vorteilhaft je nach Bandbreite des hergestellten Bandes 1 mm/sec bis 30 cm/sec betragen.
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